£
MBEMORIA DESCRIPTIVA
pars solicitar
PATENTE DE INVERNCION
en
ESPAR A
* por VEINTE safios
a nombre de BRITISH DIELECTRIC RESEARCH LIMITED, entidad bri-
-7 tdnica, establecida en Norfolk House, Norfolk Streef, Londres,
1 ) Inglaterrs, por:
"MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA FABRICACION DE CON-
DERSADORES ZLECTRICOS™.
Este invento se rafiere a la fabricacidn de con-
densadores eldctricos que tisnen un dieléetrico de material
: cerdmico u otro rfgido. 4algunos materiales dieléctricos rf-
gldos que poseen propliedades que los hacen aproplados para
5 su uso 2n condansadores pueden obtenerse en formas de placas

delgadas, pero, en la actualidad, solo se dispone de ellos en

forma de placas de pequefia superficle.
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Por 8l pressnte invento creamos un elszmsnto de
condensador da superficie relativamente grande a partir de
placas dslgadas y pequeiias de material dieléctrico rfgido.
Bste slsmento de condensador comprende numerosas placas del-
gadas ¥y pequefias del mismo, o de aproximadamente el mismo
grueso, dispuestas lado a lado en una sola capa y smpareda-
das antre un par ds elsetrodos ds superficie relativamente
grande, y unidas a ellos, formando la pluralidad de las pla-
cas y los dos slectrodos, reunidos, uvna estructura unida.
Este construccidn, adsfis de ser ventajosa sn cuanto al ta-
mafio y a la forma, también provorciona un aumento de resis-
tencia cuando se usan algunos materiales dieldctricos y per-
mite qus al condensador ténga caracterfsticas especialesg
como ss explicard con més detalle en lo que sigue.

Ejemplos de materiales dieléctricos gue pueden
usarse de acuerdo con el invento son los cerdmicos y el vi-
drio. Particularmente ventajosos son los materiales que
contienen o que consisten en didxido de titanio, a saber,
el rutilo o los titanatos de bario o dé estroncio o de otros
elemontos. TUn método de producir tales materiales en for-
ma de placas dslgadas se describe en la Memoria provisional
an la solicitud ds Patsnte briténica nimers 5.92%/50. Las
placas pueden hacerse de forma y dimensiones regulares, por
ejemplo, cuadradas o triangulares o exagonalss, de modo que
ajusten entre s{ para consegulr una 2structura uniforme, o
pusden hacsrse en formas irrezulares gue =se rasunen para gque

ajusten entre s{ de un modo aproximado.
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Las pequeflas placas de material dielédctrico ce-
rémico u otro rigido ds nuestro elsmento de condensador puse-
den asegurarse ontre si por un material cemsnticio, al que
en lo que sigue se hace referencia como "pegamento", que re-
llena los intersticios existentes entre sllas para foruar
una dslgada limina de material dieléctrico qus consiste an
las placas, que forman la mayor parte, y de una fina red del
vagamento. alternativamente, o ademds, lus placas pueden
asegurarse entre s{ por medio de su unidn a uno o a los dos
eloctrodos cuando estos son de tal naturalezs que szan capa-
ces de servir como soportss.

Cuando las pequefias placas estdn dirsctamente
pagadas antre s{ para formar una delgada lidmina de dielée-
trico uno, o los dos slzctrodos, puaden formarse por un de-
pdsito adhersnts de metal sobre una de las dos superficies
mayores ds la 1limina, cuyo dendsito pusds estar o no refor-
zado por una capa de respaldo ds metal depositada sobrs &l
por via elsctrolitica u otra o unida a 31, por ejemplo, por

zoldadura.

Cuando las pequefias placas estén aseguradas
entre s{ por medios de su unidn a uno o 1 los dos slactro-
doé, el zlsctrodo en cuestidn pusds sar una pieza de chapa
metélica, de papel metdlico o de tela metdlica, y el medio
de unidn por el cual estdn unidos vuede ser un pegamento o,
cuando cada Dpaqueilis placa tiene una o sus dos superficies
rscubiertas con un depdsito adherents de metal, puede ser

soldadura.
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El pegamsnto que une las pequefias placas entre
sf y/o con un electrodo o electrodos'debe tener, por supues-
to, propiedadss sléctricas adecuadas, ya que algo de 81 por
lo menos estard en el campo sldctrico. Bs preferible, par-

ticularmente cuando sl slemento de condensador recibe una

- forma espiral que no ssa quebradizo, sino gque tenga tenaci-

dad de modo que sirva como soporte efectivo y refuerzo para
las delgadas placas de material cerfmico u otro rfgido ¥
algo qusbradizo.

Las conexiones terminales a los electrodos del
elemento de condensador pueden hacerse por soldadura a los
alectrodos o por sujecidn o de otro modo, Cuando son de
forma plana, los elementos de condensador pueden usarse in-
dividual o éonjuntamente en sl nilimero requerido en pilas
adecuadas sn un recipiente, dispuestos con espaclamiento por
aire o paras ser rellenados con aceite u otro ligquido. El
montaje de los elementos de canto de modo cue dsseansen
verticalmente y lado a lado darf un medio muy eficaz de di-
sipacidn dsl calor al agents circulante en el cusl estén
sumergidas las l1éminas.

El elemsnto de condensador perfeccionado puede
hacsrse tomando pequeflas placas de espesor.aproximadamente
igual y colocdndolas lado a lado sobre un soporte, en una
sola capa, para dar una éuperficie de la magnitud deseada,
llenando luego los intersticios entre las placas con un pe-
ganento capaz de endurecerse por tratamiento térmico o de

otro modo., Ousndo sl psgamento se ha endurecido, la cara
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expuesta da la placa se ssmerila para quitar sl pegamento
en exceso y lograr uns superficie verificada sobre las pla-
cas. Bsta suparficie, se metaliza lusgo por un depdsito

d= un racubrimiento adherents de metal por cualquier méto-
do conocido. ZILa l8&mina se invierte luego y =l proceso de
metalizacidn se aplica al otro lado, precedido, si es pra-
cico, por otro de esmerilado, Al hacer un elsmsnto de con-
densador de sste modo, las placas pueden soportarse inicial.
mente hacidndoles adherirse, por ejemplo, mediante una pe-
1foula de pegamento a la hoja delgada de metal, papel meti-
lico o tela metélica, por ejemplo, chapa, papel o tela de
aluminio, que se quita sn une fass apropiada en la fabrica-
cidn despuds de que ha tenido lugar el pegado de las chapas.
Alternativamente, las placas puesden colocarse sobre la su-
pergicie de un molde e introducirse 21 pegamento en el mol-
de para que llene los intersticios y forme con las placas
una lédmina que, después del endurecimiento, puede sacarse

del molde.

En otro mitodo de fabricscidn, las placas, como
primers fase, pueden metalizarse individualmente por una o
por sus dos superficies mayores, dejando con preferencia un
margsn de una anchura aproximada al grueso de la placa, ¥
unirse luego por una pelfcula de soldadurs a la superficie
de una pieze de chapa metdlica, papel metdlico o tela meté-
lica, por sjemplo, chapa o tala de cobre. Cuando se usa cha-
pa de cobre, una superficie se estafiard y las placas metali-~

zadas s2 unen a la superficie estaiiada con ayuda ds calor
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v presidn. Los espacios existentes entre las places pueden
llenarse luego con pegamento, por ejemplo, medie-nte un pro-
coeso de impregnacidn al vacfo, o de otro modo, y la lémina
dieléetrica as{ formada puede ssmerilerse y metalizarse,
despudgfle lo cual las placas pegadas pueden desprenderse
del soporte metflico o este soporte pueds dejarse para que
constituya un electrodo del conjunto. Zn una modificacidén
de este mdtodo se usan placas metalizadas por las dos su-
perficies ¥y se omite el proceso ds esmerilado, siendo sol-
dada a las superficles metalizadas expuestas de las placas,
soldadas en posicidn sobre la 1lfmina o tela de soporte, una
segunda pieza de chapa o tala metdlica o una pieza de papel
metdlico. PFn esta modificacidn, la opsracidn de rellenar
los intersticios sxistentes entre las placas pueds omitir-
ge para obtener un elemento de condensador que tiene cana-
les entre los electrodos para ol paso de acelite u otro re-
frigerantas, en el cuacl el elemento pueda gumergirse cuando
esté en servicio. Para tales finalidades, le tela metdli-
ca sard preferible a la chapa porgue facilitard la penetra-
cidn del flufdo alslador refrigerante a los intersticios
existentes entre la pluralidad de placas de material cerd-
mico u otro rfigido. A4lternstivamente, los intersticios exis-
tentes entre las placas que estén sntre los dos electrodos
deal alesmento de condensador puedan rellensree de pegamento,
por ejemplo, vor impregnzcidn al vacfo o ds otro modo. Es-
to puede tener lugar en un molde saparabls de material ade-

cuado gl cual no se adhizra el pegamento, o puede hacersse
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después ds que =1 slamento (o un grupo de elesmentos) se ha
insarta2do en un recipionts permanente de metal u otro mate-
rial adecuado.

Bl método de metalizar las placas cerédmicas in-
dividuvalmente, que es el preferido, supone aplicar un recu-
brimiento de una d= las pinturas metflicas comercialmente
disponibles, tal como una pintura al platino o una pintura
a la plata, v quemar la capa parafdejar un depSsito delga-
do de metal firmsmente adherente. Este método puede usar-
se también para metalizar las placas colectivamente después
de 1la operacidn de asegurarlas entre sf{ para formar una li-
mina, en casos en que la naturaleza dsl pegamento de unidn
lo permita. Cuando no lo permite, preferimos metalizar por
una deposicidn al vacfo de un metal, con preferencia plata.
Bl fino dep8sito obtenido por uno u otro de astos métodos
es engruesado luego por electrodeposicidn de cobre sobre 8l.
Esto da una capa metdlica robusta y adhrente que resistiré
el proceso de soldadurs sobre ella de una conexidn terminal
o de una pieza de chapa metdlica, papel metdlico o tela me-
télica a la cual puede unirse un terminal., Cuando =l depd-
gito obtenido por chapado ha de tener una capa de respaldo
sg ventajoso usar tela metdlica puesto gque facilita el pro-
ceso de soldadura ya que el masterial de soldadura puede apli-
carse a travds de las msllas de la tela,

Como ya se ha indicado, pueden darse a las ho-
Jas dieléctricas en conjunto propiedades aspecialas mezelan-~

do placas qus tengan caracter{sticas diferentes. Por ejem-
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plo, usando difsrentes titanatos, algunos ds allos con un

-coaficiente de vermitividad positivo a la temperatura y otros

con un coeficiente negativo en la gama d= funcionamliento,
pusde producirse un condensador que tenga un coeficiente

de temperatura de sproximadamente cero dentro de clertos 1{-
mites de temperatura, Por ejemplo, si placas hechas de
Ti0,, con una constante dieléctrica de 100 y un coeficien-
te de temperatura de menos 850 partes por milldn se reunen
con l1a mitad de su nimero de placas similares hechas de
BaTiaos con una constante dieléctrica de 200 y un cosfi-
cients de temperatura de mfs 850 partes por milldn, el con-
densador compuesto tendri tedricamente un coeficlente medio
de temperatura de capacitancia gue se aproxima a cero. En
la prictica, o comprueba que =1 coeficiente de temperatura
de cada uno de los mencionados materiales cerdmicos es su-
ficientemante constants en la gama de 202C a 402G para dar
al slcmento de condsnsador formado de placas de estos ma-
teriales, on lag proporeiones indicedas, un cosficiente mo-~
dio de temperatura en esta gama ds mds o menos 100 partes

por milldn,

Bl invent se describirid con mis detalle con

‘ayuda de los dibujos ansjos, en los cuales:

las figuras 1 v 2 son vistas en perspectiva de
dos ejemplos de un elzmento de condensador construfdo de
acuerdo con el invento, habidndose quitado partés de cada
elemento para dejar al descubierto su construccidn;

g Tigura 3 ss una vista en perspectiva de un
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ejemplo de un condensador hecho de varios elementos de la
forma representada en la figura 2, hebidndose arrancado una
parte de la pared de la caja para dejar d descublerto sl in-

terior;

La figura 4 es una vista dlagramédtica de un ti-
Po arrollsdo ds condensador construfdo de acuerdo con el in-

vento;

La figura 5 es una planta dsl elsmento de con-
densador representado en la figura 4 antes de que dicho sle-~
mento haya sido llesvado a la forma sspiral;

La figura 6 os una seccidn fragmentaria diagra-
mética, a escala ampliada, que muestra la construccibn del
elemento de condensador no arrollado representado en la fi-

gura 5; v

La figura 7 muestra el elemanto arrollado en
espiral repressntado en 2stado nb enrollado en la figura 5.

Bl eslemento de condensador mostrado en la fi-
gura 1, consiste en numsrosas nlacas 1 de titanato de bario
yuxtapuestas como se ha rspresentado y pezadas entre s{ por
una red 2 ds pegamento ¥y a wn electrodo inferior 3 de papel
metélico por una pslfcula # de pegamento. La sﬁperficie su-~
perior de la lémina ds placas cementadas lleva un electrodo
5 al cual va unida una pata de conexidn 6. Una segunda pa-
ta de conexidn 7 esthd prevista en el electrodo inferior 3.
En este ejemplo, las placas 1, de las cuales hay l44, tle-

nen 0,15 mmu, de espesor y unos 1.5 em.2 y estén hechas por
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el mdtodo descrito en la solicitud de Patente briténica nd-
mero 5923/50. Se apraciard, por consiguisnte, qus el dibu-
jo no estd a escala y qus los espasores ds las capas compo-
naentes del z2l=zmanto se han exagerado en gracia a la ilus-

tracidn.

El olemsnto de condsnsador reprssentado en la
figura 1 estd hecho colocando las placas 1 sobre una chapa
de papsl de aluminio que previamente ss ha recubierto con
una resina termosendurecible del tipo renélico,‘vendida por
Aero Research Limited bajo la Marca "Araldite", hacidndose
el conjunto con el mfnimo de espacio entre las placas. ZEs-
tas placas son oprimidas firmsmente en su sitio sobre el pa-
pel que estd respaldadc por un soporte plano y la Araldite

fluye dentro do los espacios existentes entre las placas,

" dejando el papel en contacto tan f{ntimo como sea posible con

las plecas y de modo qua sl grueso residusl de la capa de
pegamento sea, con praferenclia, menor de 0,02 mm. en todos

los puntos. BEsta operacidn tiene lugar a una temperaturs
superior al punto de fusidn de la resina que ss de unos 1009C.
Gﬁando el conjunto esté terminado es sometido a un tratemien-
to térmico (que puede ser de unos 200°C durante una hora) ¥
gque produce la fijacifén de la resina al estado duro, tenaz

y ligeramente flexible. Durante este proceso de fijacidn

la presi&n se mantliene sntre las placas y el papel. Otros
pegamentos asdecuados son los de tipo termoendurecible o en~
durecible en frfo a base de fenol-formaldehido o de urea-

formaldehido, pegamentos de alf@mina o vidriados v esmaltes
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vitreos de bajo punto de fusidn del tipo de borosilicato de

plomo.

La l4mina de placas pegadas 1 es esmerilada
luego para formar una superficis plana sobre la cara supea~
rior, mientras es mantenida en un soporte adecuado., De es-
te modo, la Araldite u otro pegemento en exceso que sobre-
sale de los intersticios o que ha pasado a la superficie
superior de las placas es eliminada y queda una superficie
plana y lisa sobre toda la 1l&mina. Luego se metaliza esta,
por sjemplo, por deposicidn al vacfo de un metal, por ejem-
plo, plata, y se chapa con cobre. Despuds de soldar las
patas de conexidn 6 y 7, la estructura puede usarse como
unidad de condensador. Alternativamente; la hoja de pla-~
cas pegadas 1 puede invertirse y montarse adecuadamente,
de modo que pueda esmerilarse la otra superficie para qui-
tar el soporte de papel de aluminio y la Araldite en exce-
so, do modo que gquedsen las placas al descubierto. La meta-
lizacidn sobre ests otro lado se realiza luego, por ejemplo
por deposicidn al vacfo y chapado. Ds sste modo Puede pro-
ducirse un elemento de condensador que tlene una capsacitan-
cla de aproximadamente un microfaradio, en forma de hoja
con una superficle de 234 cma. Bsto es algo mayor que en
el caso en que la pelfcula 4 de pegamento entre las placas
1 y el papsl 3 se deja en la placa.

Fl elemento de condensador representado en la
figura 2, consiste en un gran nimerc, por ejemplo 120, de

placas 10 de titanato de bario de forma exagonal que Se em~



10

- 15

20

25

paredan entre un par de slectrodos, 11 y 12, cada uno de
los cuales consiste én una pleza de fina chapa ds cobre

con patas salientes 13 ¥y 14 que sirven como terminales de
conexién. Las placas 10 se ajustan fntimamente entre si

y, con la adicidn de msdias placas 10a forman un rectingu-
lo de dieldctrico que corresponde en tamafio ¥ forma a los
electrodos 11 y 12, Las placas 10 y 1l0a son aseguradas to-
das por soldadura a los dos electrodos 11 y 12. Se apre-
clard que el grueso de las placas y el de los electrodos

ge han exagerado para mayor conveniencia de la ilustra-

cidn.

Al hacer el elemento de condensador represen-
tado en la figura 2 usamos placas cerdmicas que han sido
metalizadas sobre ambas superficles mayores, salvo en un
margen de una anchura que se aproxima al grueso ds la pla-
ca (como so rspresenta diagramiticamente en 15 sobre unas
cuantas de las placas). La metalizacidn so sfectiia con
preferencla en una de las formas antes descritas y las su-
perficies cobrizadas de cada placa se estafian con soldadu~
ra. El1 ndmero re@uerido de placas exagonales y de medias
placas se coloca lusgo sobre la superficlie superior, pre-
viamente estafiada, de un electrodo de modo que la cubra
por completo, salvo en cuanto se refilere a la pata 13,

Bl electrodo superior se coloca luego sobre el conjunto
de placas con su superficle previamente estafiada vuelta
hacia las placas. El emparedado as{ formedo se hace pa-

ser luego a través de una estufa mientras se aplica pro-

- 12 -
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sidn sobre 81, de modo gue cada hoja metflica se suelde a
las superficies metalizadas del lado contiguo dsl conjun=-
to de placas cerdmicas. En lugar de usar chapa de cobre
final para los electrodos 11 y 12, podemos usar tela de
cobre estafiado, 0 podemos hacer un electrodo de chaps ¥
el otro de tela,

Como se muestra en la figura 3, varios elemen-
tos de condensador de la forma mostrada en la figura 2 se
insertan en una cajas metdlica 16, aislada por dentro, en
la cual son mantenidos espaciados entre s{ y con las pare-
des de la caja medlante soportes aislantes adecuados., La
pared superior de la caja lleva terminales aislados 17 ¥
18 a cuyas- extremidades interiores se conectan, por sjem-
plo, por conductores de conexidn soldados las patas 13 ¥y
14 de cada elemento. ILa caja 16 puede llenarse de acelte
aislante 19 o con Araldite 1fquida u otro pegamento que
luego se trata al calor para endurscerlo.

51 se desea, log intersticios entre las pla-
cas ceramicas exagonales de cada elemento pueien llenarse
con Araldite ybtro materiel aislante termo-endurecible, y
la caja 16 en la que estén alojados los slementos puede
llenarse de aire o de otro gas, por ejemplo, nitrégeno,

8 presidn atmosférica, o aproximadamente atmosfdrica o a
presidn superatmosférica. El relleno de los intersticios
puede efectuarse por un procedimiento de impregnacidn al
vacfo mientras que cada slemento o un grupo de slementos

esté dentro de un molde temporal, por ejempls, un molde de

- 13 -
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politetrafluoretileno.

El ejemplo de elemento de condensador arrolla-
do 20 ilustrado en la figura 4, insertado en un bote 21 pro-
visto'de un terminal aislado 22 se hace arrollando en for=-
ma espiral un elemento condensador pleno de la forma mostra-
da en la figura 5. Comprende un conjunto de placas cerami-
cas 23 metelizada cada una de ellas sobre ambas superficies
mayores, salvo sn cuanto a un margen de una anchura aproxi-
mada al grueso de la placa. Estas placas, gue pueden te-
ner, por ajemplo, 1,5 cma, estén emparedadas entre dos ti-
ras rectangulares superpusstas 24 y 25 ds tela de cobre es-
tafiada. Las placas estén dispuestas en hileras en Angulo
recto a la longlitud de las tiras de tela con intervalos en-
tre las hileras adyacentes, como se muestra en la figura
5. La tela metdlica estl ondulade, extendidndose las ondu-
laciones 26 en féngulo recto a ls longitud de la tira y te-
niendo un paso gue es igual o que es un miltiplo del paso
de las hileras de placas cerdmicas que estén dispuestas con
respecto a la tela ondulada de modo que cada intervalo coin-
cida con un par de ondas de las tiras de tela circundante,
como se musstra diagramiticamente en la figura 6. Las pla-
cas estén unidas a la tela metédlica en la misma forma que
las placas exagonales 10 de la construccidn de la figure
2 estin unidas a sus electrodos 11 y 12, Esto da como re-
sultado un slemento de condensador con una flexibilidad
suficiente en direceidn longitudiﬁal para permitir que se

arrolle en torno de una varilla metdlica 27 para formar un

- 14 o
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rollo, como se muestra en la figurs 7. La varills 2? sir-
ve como soporte y tambidn para conectar un electrodo eléc-
tricamente al terminal 22, estando el otro elsctrodo de te-
la metdlica conectado con la pared del recipiente 21 que
puede llenarse ds aceite 28 o, cuando los intervalos entre
las placas y los electrodos de tela estén llenos de Aral-
dits u otro pegamento tenaz, ligeramente flexible, el re-
cipiente puede llebarse de aire o de gas a presidn atmos-
férica o mayor. Si se desea, las operaciones de formar el
emparedado flexible de placas cerdmicas situadas entre las
dos tiras de tela metélica transversaelmente ondulada, y sol-
dadas a ellas, y de arrollar el emparedado & la forma de
elemontos de condensador esplrales de tamafio apropiado pue-
den realizarse como partes de un proceso de producecidn con-
tinuo, siendo las placas individuales colocadas sn posicidn
v soldadas a medida que las tiras metdlicas se desplazan ha-
cia.la mquina enrolladora. En lugar de tela metélica pue-
den usarse tiras de chapa fina o de papel metdlico, cada
una de ellas ondulada transversalmente a su longitud, o un
electrodo puede ser ds tela metdlica y el otrc de chapa o
papel metdlico ondulados.

Bsta solicitud, que corresponde a la presen-
tada en la Gran Bretafia, el 14 de Diciembre de 1950, bajo
el Nfmero 30.538/50, se acoge a los beneficlos del artfecu-
lo 51 del vigente Bstatuto Ley sobre Propiedad Industrial.

- 15 -
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e v e M S e e

e O T A e

Los pﬁntos ds invencidn propia y nusva que se
prasantan para que sean objeto de esta Patente de Inven-~
c¢idn en Zspafia, son los siguiasntes:

19, Ilsjoras introducidas en la fabricacidn
de slementos de condensador, caracterizadss por aus los
mismos comprenden numerosas placas delgadas pequeilas de
material dieléctrico rigido del mismo, o aproximadamente
dsl mismo grusso, yuxtapuestas en una sola capa ¥y empare-
dadas entre un par de slectrodos de superficie relativa-
menta grande, y uanidas a ellos para formar con los slec-
trodos una estructura unida,.

2¢, Uejoras introducidas en la fabricacidn
de =lesmentos ds condensador, caracterizadas por qus los
mismos comprenden un par de slactrodos de superficie ra-
lativamente grande ¥ amparedada entrs los electrodos vy
unida a allos una delgnda hoja de dieldctrico gqus compren-

de numerosas placas delgadas de superficie relativamente
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pequeiia d2 materisl csrémico u otro rigido dispuestas en
una sola capa y mantsnidas en uns fina red de pegamento que
llena los iunersticios existentss entre ellas.

32, Majoras sezuin se reivindican en el punto
29., segln las cuslas uno o cada uno de los elactrodos as-—
t4 formado por una pieza de chapa mstdlica, papel metdli-
co o tela metdlica vegada a una de las dos superficies ma-
yorss de la lamina.

4¢, HMejoras introducidas on ls fabricacidn de
slemantos de condensador, caracterizadas por que los mis-
mos comprenden unn delgada ldmina de dieldctrico formada
de numerosas placas delgadas de supsrficie rslativaments
Dequeila de material cerfmico u otro rigido dispuestas en
una sola capa y mantsenidas en una fina rad de pegamento
que llena los inersticlos existentes entrs ellas y un par
de slactrodos de superficie relativamsnte grande, uno de
los cuales (o cads uno de los cuales) ssti formedo por un

depdsito adherents de metal gobrs una de las dos supsrfi-

cies mayoras ds la hoja compuesta.

5¢. lajoras seg’n ss raivindican en al pun-
to 4¢,, saglin las cuales el depdsito sobre una (o sobre
cada una) de las supsrficies mayores es raforzado por una
capa metdlics de respaldo.

6¢. liejoras seglGn se reivindicen sn sl pun-
to 5¢,, seglin las cuales la capa de respaldo es un= capa
alectro-depositada.

7®. Hejoras segin se rsivindican sn el punto

- 17 -
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as la capa elsctro-depositadua lleva una

Vo

62,, segin las cus
pisza de chapa metélica, de papel metilica o de tela met a~
lica soldada a ella.

82, Mejoras introducidas en la fabricacién Qe
eleamentos ds condensador caracterizadas porgue los mismos
comprenden numerosas placas delgadas y pegquefias de material
disldctrico rfgido del mismo o de aproximadamente sl mismo
grueso dispusstas lado & lado en una sola capa Yy empareda-
das entre un par ds electrodos de superficis relativamen-
te grande, y en que cada elsctrodo es una pieza de chapa
matdlica, dapapel metélico o de tela metdlica ¥y las psgue-

fing placsis estin aseguradas entre si por uaidn a tales elec-

9¢. Mejoras sezlin se reivindican en sl punto
8¢,, seglin las cuales las pequeiias placas estén unidas a
uno o a los dos elsctrodos de chapa, papel metédlico o te-
la metédlica por pegamento.

10¢. Hejoras sezlin se reivindican en el puun-
to 8¢., segin las cuales la superficie msyor de cada una
da las pequefias placas esté mstalizada y la cara metaliza-
da estd unida al electrodo adyacente de chapa, papel meti-
lico o tele metélica, por una pelicula de soldadura.

112, Mejoras segln se reivindican an ei pun-
to 102., seglin las cuules la otra superficie mayor de cada
pequeiia placa estd metalizada y la cars metalizada estd uni-
da 2l otro slectrodo por uns pelicula de soldadura.

L4 - Iy
122, llejoras segun ss reivindican en los pun-
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tos 8¢., 9¢., 10®, y 112., caracterizadas por que el elemen-

to tisne leg forma de un arrollamiento espiral.

13¢. sjoras seglnl se reivindican en el punto
12¢,, segin las cuales las pequeilas plecas estdn dispuestas
en hileras nmutuamente aspaciadas gque corran paralelas al
eje del eslsmanto arrollado an espiral,

14¢, Hejoras seglin se reivindicsén en cualquie-
ra de los puntos 8%,, 102., 1lle. y 12%,, segln las cuales
los intersticios eutre las pequefias plucas se rellenan da

pegamento.

15¢. Mejoras introducidas en la Ffabricacidn
de coudensadorss elizctricos, caracterizadas por que los mis-
mos comprenden uno o més elementos de condensador segln se
reivindican en cualquiera de los puntos antariorss, monta-
dos de canto dentro de un recipiente que, cuando los inters-
ticios entre las paqueiias placas de material cerdmico u otro
rigido no estén llenos de pegamento, sstd rellsno de un 1{-
quido aislante o, cuando dichos intersticios estdn llenocs
ds pegamento, estd rellsno con liquido aislante o con un me-
dio gaseoso a presidn atmosférica o superatmosférica.

169, Mejoras introducidas en la fabricacidn
de elementos ds condensador, caracterizsdas por que los mis-
mos compreanden numerosas placas delgadas ¥ pequeflas de ma-
terial dielédctrico rigido dsl mismo, o aproximadamente del
mismo grueso, dispuestas lado a lado en una solas capa y em-
paredzdas entre y unidas a un par de slectrodos ds superfi-

cis relativamente grande para formar con los elesctrodos una

- 19 -
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estructura unitaria, y en que las placas son de d4o0s o més
clases, teniendo una clase caracterfsticas diferentes de
la otra u otras clases.

17¢. Mejoras introducides en ls fabricacidn
de elemzntos de condensador que tienen un coeficlente de
Permitividad a baja tempsratura, caracterizadess por que los
mismos comprsnden un nimaro apropiado de dalgadas placas
de un material cerdmico qus tiene dsntro de la gama opsra-
tiva del =lemento de condensador un coeficiente positivo
a la temperatura ds permitividad y un numero apropiado ds
delzadas placas peyuefias de un material cerdmicé que tie-

ne dantro de dicha gama un coeficisnte de temperatura nega-

tivo de psrmitividad, dispuestas todas lado a lado en una

sola capa y emparedadas antre y unidas a un par de electro-
dos d2 superficie relativamente grande para formar con los
slectrodos una estructura unitaria,

182, Wejoras introducidas en la fabricazcidn de
eleamentos de condsnsador, que comprenden colocar pequeilas
placas de material diel&ctrico cerédmico u otro rigido de
aproximadamente =21 mismo grueso, lado a lado sobrse un so-
ports en una sola capa vara dar una superficie de la mag-
nitud resquerida, llenar luego los intersticios entre las
placas con un pegamento, dajar que el psgamento se sndu-
rezca y esmerilar la cara descublerta de la capa para qui-
tar el pegamsnto en exceso y obtener una superficie verifi-
cada, y metslizar la superficle esmerilada.

19¢, Mejoras seglin se reivindican en sl punto
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182,, segln las cualss la superficle opuesta de la'capa a8
metalizadardespués de un procssc de esmerilado aplicado a
dicha supsrficiec. .

20¢. Hejoras segln se reivindican en el punto
192., segln las cuales vequefies placas son soportadas ini-
cialmente haciéndolas adherirse a una pieza de chapa meté-
lica, de papel metdlico o de tsla metdlica, por ejsmplo, me-
diante una pelfcula de pegamento.

21¢, llejoras segin se reivindican =n el pun-
to 20%., segin las cuales la chapa metdlica, el papel me-
tdlico o la tela metdlica y la pelicula de pegamento que
asegura a ella las pequeflags placas se slimina por esmeri-
lado y se metallza la superficie descubierta de la capa.

222, lejoras introducidas en la fabricacidn
de elementos de condensador gue comprenden colocar una plu-
ralidad de pequefias placas des material dieldctrico cerdmi-
co u otro rigido de grueso aproximadamente igual, lado a
lado sobre una superficie de una pieza de chapa metélica,
de papel metdlico o de tela metdlica, y cada una con una
superficie metalizada mayor en contacto con dicha pieza,
asegurar cada placa a la chapa, papel o tela por soldadu-
ra, llenar los espacios existentes entre las placas con pe-
gamento y esmerilar luego la hoja dieldctrica as! formada
y metalizar la superficie esmerilada.

23¢2. MNejoras introducidas en la fabricucidn
de elementos de condensador que comprenden colocar una plu-

ralidad ds pequefias placas de material dieldctrico cerdmi-

- 21 -
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co u otro rigido de grueso abroximadaﬁente igual y metali-
zadgs sobre ambas supsrficies mayores, lado a lado y en con-
tacto con una superficie de una pieza de chapa metdlica, pa-
pel metédlico o tele metdlica, asegurar cada placa a la su-
perficie de la chapa, papel o tela por soldadura y soldar
una segunda pisza de chapa metdlica, papel metdlico o tela
metdlica a las superficies metalizadas descubiertas de las
placas sobre la chapa, papel o tela de soports.

24¢, Mejoras segln se reivindican en los pun-
tos 222, & 23?., segln las cuales la superficie metalizada
de cada placa y la superficie adyacents de la chapa, papel
o tela se estafian previamente y las placas se unhen a la cha-
pa, papel o tela por la aplicacidn de calor y presidn.

25¢, llsjoras sezglin se reivindican en los pun-
tos 2%2. & 249., sezln las cuales los intersticios sxisten-
tes sntre las placas de material dieléctrico cerfmico u otro
se llenan ds pegamentohntes de que se aplique la ssgunda pie-
za de chapa, papel o tela.

26¢. MNejoras seglin se reivindican en cualquie-
ra de los puntos 182, a 252,, segin las cuales los intersti-
cios existentes entre las placas de material dieléetrico ce-
ramico u otro se llsnan dz pegamento poX un procedimiento
de impregnacidn al vacio con ayuda de un molds temporal a
cuyas parsdes no se adhiere el pegamento.

27¢, Ilejoras segin se reivindican en los pun-
tos 232, & 24¢9., segin las cuzles los intersticios entre

las plucas de material dieldctrico cerdmico u otro se lle-

- 22 -
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nan de pegamento por un pProceso de impregnacidn al vacio
despuds de insercibén del elemento de condensador en un Te-
cipiente metdlico u otro que forma una caja psrmansnte pa-~
ra 8l elsmsnto o elementos.

282, Hejoras segln se reivindican sn cualquie-
ra de los puntos 18¢., a 272., segln las cuales la metaliza-
cidn se =fectia dapositando primsro una delgada capa de me-
tal por un proceso de deposicidn al vaclo o por combustidn
de un rscubrimiento de pintura metdlica y engrosando lue-
go =21 depésito por electrodeposicidn con cobre u otro metal

adecuado.

29¢, Mejoras introducidas en la fabricacidn
de condensadores elédctricos.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-
tecede, ilustrado en el dibujo que se acompafia y para los
fines que se han sspecificado.

Esta Memoria consta de veintitres hojas escri

tas a mdquina por una scla cara.

Madrid ;1 7 0IC. 1051,

- 2% -
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